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独立财务顾问声明 

 

中国国际金融股份有限公司接受江苏长电科技股份有限公司的委托，担任其重大资产

购买之独立财务顾问。 

按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、

《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规定的要求，本独立财务

顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文

件、资料和其他依据，出具了本持续督导意见。 

本持续督导意见不构成对江苏长电科技股份有限公司的任何投资建议，对投资者根据

本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 

本持续督导意见出具的前提是：江苏长电科技股份有限公司向本独立财务顾问提供了

出具本持续督导意见所必需的资料。江苏长电科技股份有限公司保证所提供的资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。 
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释义 

在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：： 

本核查意见 指 
中国国际金融股份有限公司《关于江苏长电科技股份有限公

司重大资产购买实施情况之独立财务顾问持续督导意见》 

长电科技/上市公司 指 江苏长电科技股份有限公司 

目标公司/星科金朋/ 

STATS ChipPAC 
指 

STATS ChipPAC Ltd.，该公司曾于新加坡证券交易所上市，

目前已被长电科技私有化 

本次收购/本次交易/

本次要约收购 /本次

重大资产收购 

指 

长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，

以自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所

上市的星科金朋的全部股份 

台湾子公司重组 指 

星科金朋在新加坡设立一家新公司 Bloomeria Limited，并将

星科金朋下属两家台湾子公司的股权转由 Bloomeria Limited

持有；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Bloomeria

的股权及现金，从而剥离台湾子公司 

Bloomeria 指 
星科金朋为进行台湾子公司重组而设立的注册于新加坡的

全资子公司 Bloomeria Limited 

新潮集团 指 江苏新潮科技集团有限公司，本公司第一大股东 

中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 

芯电半导体 指 芯电半导体(上海)有限公司，中芯国际的全资子公司 

产业基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 

联合投资者 指 
本次收购中与本公司进行联合投资的芯电半导体及产业基

金 

长电新科 指 

长电科技与产业基金、芯电半导体为本次交易之目的在苏州

工业园区设立的特殊目的公司苏州长电新科投资有限公司，

即 HoldCo A 

长电新朋 指 
长电新科与产业基金为本次交易之目的在苏州工业园区设

立的特殊目的公司苏州长电新朋投资有限公司，即 HoldCo B 
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要约人 指 
长电新朋为本次交易之目的在新加坡设立的特殊目的公司

JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.，即 BidCo 

淡马锡 指 
Temasek Holdings (Private) Limited，为星科金朋控股股东的

实际控制人 

STSPL 指 
星科金朋控股股东Singapore Technologies Semiconductors Pte 

Ltd 

附生效条件的要约 指 
本公司所控制的要约人向星科金朋发出的附生效条件的自

愿性现金要约 

正式要约 指 

附生效条件的要约的生效条件被满足或豁免后，本公司及联

合投资者为本次交易之目的设立的特殊目的公司对星科金

朋所发出的自愿有条件现金要约，正式要约的条件如下：（1）

有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持

有、控制或即将收购的股份之和，占目标公司总股本的比例

不低于 50%；（2）完成减资及台湾子公司重组；（3）目标公

司于正式要约公告日启动永续证券的发行。 

台湾子公司 指 

星科金朋在正式要约宣告无条件之前拥有52%股权的STATS 

ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 与星科金朋拥有

100%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd. 

SCT 1 指 
星科金朋在正式要约宣告无条件之前拥有52%股权的STATS 

ChipPAC Taiwan Semiconductor Corporation 

SCT 3 指 星科金朋拥有 100%股权的 STATS ChipPAC Taiwan Co., Ltd. 

台湾投审会 指 台湾经济部投资审议委员会（IC） 

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 

本独立财务顾问 /独

立财务顾问/中金公

司 

指 中国国际金融股份有限公司 

新元 指 新加坡元 
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中国国际金融股份有限公司作为长电科技本次重大资产购买的独立财务顾问，按照

《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证

券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规和规定的要求，对本次重大资产购买的实

施情况进行了持续督导，并经与长电科技法律顾问及审计师充分沟通后，出具独立财务顾问

持续督导意见如下： 

 

一、本次重大资产购买方案概述 

1、要约收购的基本情况  

联合收购方：江苏长电科技股份有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、

芯电半导体(上海)有限公司 

收购主体：JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.（即要约人） 

交易标的：STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋）（不含台湾子公司） 

交易对方：目标公司全体股东 

收购方式：长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司，以自愿有条件

全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份。 

收购对价：本次要约的对价以现金支付：每股星科金朋股票收购价格约为 0.46577 新

元。 

总交易对价：本次交易收购 100%股权的总对价为 7.8 亿美元，约合 10.26 亿新元（按

照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算），约合人民币

47.74 亿元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对人民币汇率中间价：1 美元折合 6.1205 人民币计

算）。 

2、台湾子公司重组的基本情况  

鉴于台湾地区对于陆资企业投资台湾半导体相关行业企业有一定的政策限制，而本次

要约收购的同时，若不进行台湾子公司重组，收购完成后目标公司的台湾子公司将被陆资企

业所间接控制。为避免对本次要约收购的实施产生影响，经长电科技与目标公司及其控股股

东协商，在本次要约收购的同时进行台湾子公司重组。具体方案如下：星科金朋持有 52%

股权的台湾子公司 SCT 1 向星科金朋收购其持有 100%股权的台湾子公司 SCT 3，收购对价

约为 1,500 万美元，收购后 SCT 3 成为 SCT 1 的全资子公司。星科金朋在新加坡设立一家新

公司 Bloomeria，将 SCT 1 的 52%的股权以 7,412 万美元的对价转让给 Bloomeria 持有，并

获得 Bloomeria 向其发行的证券；星科金朋再以减资的方式，向所有股东派发 Bloomeria 的
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全部股权和总计约 1,500 万美元的现金，从而剥离台湾子公司，上述减资不会导致星科金朋

发行在外的股份的注销，亦不会导致其总股本发生变化，仅会导致每股净资产减少。星科金

朋的股东可以选择获得现金或者 Bloomeria 的股份，但控股股东 STSPL 承诺选择接受

Bloomeria 的全部股票。Bloomeria 的股票不会在任何证券交易所上市。在台湾子公司重组的

同时，SCT 3 归还欠星科金朋的 1.27 亿美元的债务；同时，为了确保星科金朋及台湾子公

司在剥离后经营不受影响，2015 年 8 月，星科金朋与台湾子公司签署了《技术服务协议》，

星科金朋将依照约定向台湾子公司购买服务和产品，并约定了最低采购金额（Minimum 

Spend）。根据长电科技的相关公告，由于实际采购金额可能存在不确定性，公司出于谨慎稳

健原则预提了或有付款准备。 

3、星科金朋债务重组及发行永续证券 

考虑到本次交易导致星科金朋控股股东发生变化，星科金朋需根据其银行贷款及发行

在外的优先票据的相关条款约定进行债务重组。长电科技与星展银行就债务重组安排签署了

委任函，星展银行通过向目标公司提供退出贷款及协助目标公司发行债券的方式对目标公司

的债务进行重组。同时，为了配合上述债务重组并替换星科金朋现有的部分债务，星科金朋

向所有股东配售永续证券，该永续证券规模为两亿美元，星科金朋控股股东 STSPL 承诺认

购最高两亿美元的永续证券并按约定时间缴纳认购款项。长电科技已出具担保承诺，若星科

金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，

长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利

息。永续证券持有人不可在三年内要求向长电科技进行出售，除非星科金朋在此期间公告拟

赎回永续证券但却无法支付相关赎回款项。上述担保经长电科技股东大会审议通过，并在永

续证券发行后生效。 

 

二、关于本次交易资产的交付或过户情况的核查 

1、拟购买资产的股权过户情况  

截至 2015 年 6 月 26 日，本次附生效条件的要约的生效条件已全部获得满足，要约人

向星科金朋发出正式要约。 

截至 2015 年 8 月 5 日，台湾子公司重组已完成，星科金朋永续债券已启动发行，且

目标公司已有超过 50%的股份（含 STSPL 所持有的 83.8%的星科金朋股份）接受了本次要

约，本次要约宣告为无条件。 

截至 2015 年 8 月 6 日，有效接受要约的股份，占目标公司总股本（不含要约人及其
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关联方或代表发出要约之前所持有的股份）的比例不低于 90%。据此，要约人有权并将根

据新加坡市场相关规定，执行法定强制程序，收购剩余股权。本次要约收购以私有化目标公

司为目的。 

截至新加坡时间 8 月 27 日下午 5:30，本次要约收购期已截止。收购人已经完成部分

已接纳要约股份的交割手续。 

2015 年 10 月 12 日，要约人行使强制收购权利，并于 2015 年 10 月 15 日完成强制收

购程序，就星科金朋的全部股份完成交割，星科金朋成为要约人的全资子公司。2015 年 10

月 19 日，星科金朋完成新加坡交易所退市。 

经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产购买的标的公司股权已完成交割登记。 

2、相关债权债务处理情况 

截至本持续督导报告出具之日，星科金朋已完成控制权变更引起的债券回购、修改现

有债券合约等事项，包括 4.25 亿美元的优先有抵押债券的发行以及 3.15 亿美元的退出贷款

安排。 

本次交易不涉及长电科技证券发行登记等相关事宜。 

 

三、关于交易涉及方承诺的履行情况的核查 

1、星科金朋原控股股东 STSPL 的承诺履行情况  

在本次交易中，星科金朋控股股东 STSPL 出具的承诺及其履行情况如下： 

1）承诺以其现在持有的以及未来可能持有的全部星科金朋的股份在约定时间内接纳

本次要约； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。 

2）除了接受本次要约外，不得对全部或部分已持有的星科金朋股份进行出售、转移

或任何其他处理； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。 

3）无论法律是否允许，均不得撤回接受要约的承诺； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。 

4）不会接受任何竞争要约，无论该竞争要约价格是否高于本次交易的要约价格； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。 

5）承诺在星科金朋审议台湾子公司重组的股东大会上投出赞成票； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。 
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6）承诺在星科金朋以减资的方式分派 Bloomeria 股权及现金时，选择获得 Bloomeria

的股权； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。根据 SCT1 的 2015 年年报披

露，其控股股东为 Bloomeria，实际控制人为淡马锡。 

7）承诺在星科金朋审议根据永续证券条款修改公司章程的股东大会上投出赞成票； 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。 

8）承诺按股权比例认购永续证券，并且在其他股东放弃认购的情况下，承诺认购所

有未被其他股东认购的部分，并按约定时间缴付认购款，即 STSPL 将认购最高 2 亿美元的

永续证券。 

截至本持续督导报告出具之日，STSPL 已履行上述承诺。上述 2 亿美元永续证券已完

成发行，STSPL 已认购了所有未被其他股东认购的永续证券。 

2、长电科技的承诺履行情况  

本次交易中，长电科技承诺将在目标公司股权正式交割后三个月内完成并向投资者披

露按照中国企业会计准则和长电科技会计政策编制的目标公司财务报告和审计报告。 

2015 年 10 月 15 日，要约人完成强制收购程序，并就星科金朋的全部股份完成交割，

星科金朋成为要约人的全资子公司；2015 年 10 月 19 日，星科金朋正式从新交所退市，本

次交易完成。长电科技已于 2016 年 1 月 16 日公告了《江苏长电科技股份有限公司已收购业

务(STATS ChipPAC Ltd.及部分子公司)截至 2015 年 7 月 31 日止七个月期间、2014 年度及

2013 年度备考财务报表及审计报告》以及《江苏长电科技股份有限公司 2014 年度及截至

2015 年 7 月 31 日止七个月期间备考合并财务报表》。 

此外，本次交易中，为了配合债务重组并替换原有的部分债务，星科金朋发行了两亿

美元的永续证券。长电科技已出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，

永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照

出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。永续证券持有人不可在三年内要求

向长电科技进行出售，除非星科金朋在此期间公告拟赎回永续证券但却无法支付相关赎回款

项。上述担保承诺已经长电科技股东大会批准。由于永续证券发行尚未满三年，故上述承诺

尚不需要长电科技履行。 

3、新潮集团的承诺履行情况  

在本次交易中，长电科技第一大股东新潮集团出具的承诺及其履行情况如下： 

1）新潮集团将促使长电科技在 2015 年 2 月底（或经双方协商同意延长后的时间）之
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前召开股东大会审议通过本次交易及相关事宜。 

2）在长电科技审议本次交易及相关事宜的股东大会上，新潮集团将投出赞成票。 

截至本持续督导报告出具之日，新潮集团已履行上述承诺。 

 

四、关于盈利预测实现情况的核查 

在本次交易过程中，不涉及盈利预测、盈利预测承诺或减值测试的相关安排。 

 

五、关于管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状的核查 

1、公司总体经营情况 

上市公司的主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、

制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导

体封装测试解决方案。目前，上市公司产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP、

QFN/DFN、BGA/LGA、FCBGA/LGA、SiP、WLCSP、TSV、Copper Pillar Bumping、3D 封

装、MEMS、eWLB、POP、PiP 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电

子及智能移动终端、工业自动化控制、电源管理、汽车电子等电子整机和智能化领域。 

上市公司主要经营模式为根据客户要求提供专业的集成电路、分立器件封装测试服务

以及根据市场需求情况自行加工销售分立器件封装测试产品。 

长电科技收购星科金朋后业务规模扩大，据 Gartner 统计，2015 年度长电科技在全球

封测行业排名从第六跃升为第四，业务覆盖国际、国内高端客户，包括高通、博通、SanDisk、

Marvell 等。星科金朋欧美客户收入占比达到年营业收入的 79%，长电科技与国内高端客户

海思、展讯、锐迪科长期合作，均为其国内主要供应商。双方的客户有一定的互补性。 

截至 2015 年年底，上市公司总资产 255.6 亿元人民币，同比增长 134.43%，2015 年实

现营业收入 108.1 亿元人民币，较 2014 年增长 68.12%，归属于上市公司股东的净利润 5,199.7

万元，较 2014 年下降 66.81%，净利润的下降主要由于星科金朋 2015 年亏损所致。 

 

2、公司各主营业务经营情况 

2015 年度上市公司营业收入比上年同期增加 68.12%，主要原因：原长电科技营收增

长 18%加上收购星科金朋合并入 8-12 月的收入所致。上市公司主营业务分行业、分产品情

况如下： 
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单位：人民币元 

主营业务分行业情况 

分行业 营业收入 营业成本 
毛利率

（%） 

营业收

入比上

年增减

（%） 

营业成

本比上

年增减

（%） 

毛利率比

上年增减

（%） 

电子元器

件 

10,742,014,772.57 8,848,416,575.76 17.63 68.03 75.40 减少 3.46

个百分点 

主营业务分产品情况 

分产品 营业收入 营业成本 
毛利率

（%） 

营业收

入比上

年增减

（%） 

营业成

本比上

年增减

（%） 

毛利率比

上年增减

（%） 

芯片封测 10,481,194,319.91 8,671,226,908.49 17.27 70.90 78.24 -3.41  

芯片销售 260,820,452.66 177,189,667.27 32.06 0.26 -1.39 1.14  

 

上市公司收购星科金朋后，产能覆盖了高中低各种集成电路封测范围，涉足各种半导

体产品终端市场应用领域。长电科技有多年累积的先进封装技术，再加上星科金朋拥有的行

业领先的高端封装技术能力（如 eWLB、TSV、3D 封装、SiP、PiP、PoP 等），能够为国际

高端客户提供领先的封装服务。其中长电科技 WLCSP、BUMP、星科金朋的晶圆级扇出封

装（“eWLCSP”）技术，是半导体行业增长较快的细分市场之一，能够在同一生产线无缝加

工多种规格硅片，为晶圆级封装带来较大的灵活性和高性价比的封测服务。 

尽管收购后上市公司的封装技术、产品种类都有显著提升，但 2015 年全年来看，全

球半导体行业市场疲软，增长乏力，星科金朋主要大客户业务需求疲软，导致星科金朋销售

收入大幅下降，2015 年仍处于亏损状态。 

本次收购后，上市公司正在逐步建立交叉销售体系，充分利用双方的客户资源，加强

供应链管理和集中采购，对生产布局进行优化调整，建立产业链上下游合作一站式服务模式；

同时继续拓展中国市场，基于公司既有的技术积累，在 SiP、eWLB、MIS 等先进封装领域

加大投资，扩大规模，培育新的增长点。 

 

六、关于公司治理结构与运行情况的核查 

上市公司董事会由七人组成，其中独立董事三人，董事会的人数及人员构成符合有关

法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会，并已制定相关工作细则。2015 年度，董事会共召开了 12 次会议。 
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上市公司按照《公司章程》有关规定选举监事，目前公司监事会由三人组成，其中一

人为职工代表，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会的

召集、召开程序，符合公司《监事会议事规则》的规定。 

上市公司股东大会的召集、召开和表决按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相

关规定，保证股东享有平等地位并能够行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交

流活动，与投资者进行充分沟通。2015 年，上市公司共召开 6 次临时股东大会、1 次年度股

东大会。 

本次收购后，上市公司在保障平稳过渡的同时，对星科金朋的高级管理人员进行了适

当的调整。目前，星科金朋的高级管理人员包括：Han Byung Joon 先生、Woo Kwek Kiong

先生、刘铭先生、Hal Lasky 先生、Cindy Palar 先生、Shim Il Kwon 先生。 

本独立财务顾问经适当核查后认为：长电科技根据相关规定，持续规范、完善公司法

人治理结构，加强信息披露。2015 年内，公司治理结构与运行情况基本良好。 

 

七、关于与已公布的重组方案存在差异的其他事项的核查 

本独立财务顾问经核查后认为：本次交易的当事各方已按照公布的重大资产收购方案

履行各方责任和义务，未发现上市公司及其董事、监事和高级管理人员、控股股东存在损害

上市公司利益的情况，上市公司按照上市规则的要求及时、公平地披露信息，未发现可能影

响上市公司及当事各方履行承诺的其它情况。 

 




